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摘要(译)

用于将电子部件高速和/或大量转移到基板上的设备和相关方法包括：使
用弹出器组件将电子部件（例如发光器件）从模具片转移到粘合剂接收
结构上以形成预定图案 包括在其上的电子组件，然后将定义预定义图案
的电子组件转移到基板（例如，半透明的上层基板）上，以通过其发
光，从而利用（例如）微型显示器来创建高密度（例如，高分辨率）显
示设备 或micro-LED显示技术。
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